Nastaveni technologickych podminek

- Rastr

o Trida presnosti

o Rastr pro rozmist’ovani soucastek
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4. konstrukcéni

- Vrstvy
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Trida presnosti: 4 5 6
Sirka spoje (W) 12 8 6
Isolacni vzdalenost (Isol) 12 8 6
Prumer vrtaku (@V) 28 20 16
Prumer pajeci plosky (OPAD) AV + 24 OV + 16 OV + 12
Prumer nepdjivé masky (@SMask) OPAD + 10 | OPAD + 8 | OPAD + 6
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nstruk¢ni

Délka paprsku




- Izolac¢ni vzdalenosti, Sifka spoji
- Prokovy
- Termalni ploSky

Rozmisténi soucé¢astek — zohlednéni:

- Rozvaha o skupinach soucastek (analog, dig., zdroj, ..) a
konektori
o Rozmisténi soucastek smérem od vySsi k nizsi Sifce
pasma
o Vzajemna fyzicka separace jednotlivych funkcnich
bloki (analogovy, ¢islicovy, oscilator, I/0 obvody,
napajeni atd.).
o Minimalizace vzdalenosti za i¢elem minimalizace
proudovych smy¢ek.
- Navrhova pravidla a vlastnosti ploSnych spoji
- Osazovani a pajeni
- Servisni potisk

Vedeni spoju

- Rozlozeni spoju v jednotlivych vrstvach

- Napajeni a zemnéni

- Délka vodici a jejich vzajemna vzdalenost vlastnosti (odpor,
induk¢nost, kapacita, impedance)

- Plochy proudovych smycek — co nejmensi

- Rozlévana méd — sniZeni impedance, preslechy, vyzarovani

- Maximalni hustota spoji

Proudové zatizeni

- Médény drat & 0,07 mm” se pietavi pii 15 A, kdeZto plosny
spoj o stejném priifezu pri 60 A.

- Trvala provozni zatiZitelnost ~ 100A/mm’

- Teplota skelného prechodu Tg
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PFiklad vypoctu :

PoZadovany protékajici proud je 8 Ampér s maximalnim teplotnim nar{stem 30°C.
Jak Siroky vodi¢ potrebuji pfi pouziti desky s 35um Cu félii ?

V grafu oznaCime bod A, coZ odpovidd proudu 8 Ampér a spojime s krivkou
teplotniho narlistu o 30°C ( bod B ). Bod B vertikalné propojime se spodni kfivkou

grafu odpovidajici tloust’ce Cu félie 35um ( bod C ). Z bodu C na horizontalni spojnici
odectéte pozadovanou $ifi vodice ( bod D).

V nasem pripadé 2.5 mm
Rovnice vypoctu SiFe vodice :
| = 0.0150(AT *>***)(A %**°) pro normu IPC-D-275 ( vnitfni vodice )

| = 0.0647(AT **?1)(A %732 pro normu IPC-D-275 ( vnéjsi vodice )
kde: | = maximalni proud v Ampérech
AT = teplotni narlst okolni teploty v °C

A = plocha pfi¢ného prlifezu ve Ctverecnich milsech
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plocha pfiéného prifezu (mm’)

Napétové zatizeni

- velikost mezery
- druh zakladniho materialu
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- ochranny povlak (nepajiva maska)

- vlastnosti prostiredi

- provozni a predepsané bezpec¢nostni pozadavky
- prurazné x maximalni provozni napéti

(CSN EN 60950)

Minimalni vzdalenosti pro desky s ploSnymi spoji s povlakem

—zesilena

=——funkeni, zakladni, pridavna
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Plosny spoj

103

- impulzni spotfeba bézného hradla HCMOS je 15 mA po

dobu 3,5 ns

- zpoZdéni prichodu signialu na ploSném spoji (a tedy i
napajeciho proudu) nemiiZe byt nizsi nez 0,1ns/cm,
- standardni stabilizator napéti (napriklad 7805) ma reakéni
dobu na skokovou zménu spotieby v Fadu jednotek us,
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Kondenzator musi byt umistén vZzdy na cesté mezi zdrojem a
spotrebicem.

VeSkeré spoje musi byt navrieny tak, aby plocha
proudovych smycek byla co nejmensi.

Minimalizace impedanci spoju (pFedevSim parazitnich
indukénosti L1 az 1.4) = co nejkratsi spoje, pouziti vodivych
ploch.

Proudové smycky zdroj — kondenzator (I1) a kondenzator
— spotiebi¢ (I2) by mély mit minimalni spoleCnou spojovou
drahu.
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Uy =R-1 =799007 -0)0=77 [m¥]

Ubytek na parazitni indukcnosti:
dl W

U, =L-—=164.10"" — =164 [V] !l
dt 10.10




